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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt . 

@ Erzeugung von Leiterbahnbeschichtungen und leitenden Lochwandbeschichtungen auf bzw. in Leiterplatten* 

Ein tm Zusammenhang mtt der Erzeugung von Glanzkup- 
ferniederschlagen bekanntes Kupferbad der Zusammenset- 
zung 10-50 g/l Kupfer als +2wertige lonen, 20-220 g/l 
Schwefelsaure. 1-200 tng/l Chlorsaure wird fur die galvani- 
sche Erzeugung von Leiterplattenbeschtchtungen und lei- 
tenden Lochwandbeschichtungen bei Bohrungen aufwei- 
senden Leiterplatten eingesetzt Das Kupferbad enthalt zu- 
satzlich Polyglykol bzw. nichtionogene Netzmittel und orga- 
nische Thtoverbindungen mit wasseridslich machenden 
Gruppen, ist aber frei von Einebnem. Es wird mit einer Tem- 
peratur von uber 30° C, vorzugsweise von etwa 40** C, gear- 
beitet und die Stromdichte wird im Beretch von S-1S A/dm^ 
gehatten. 
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Erzeugung von Leiterbahnbeschichtungen und 
leitenden Lochwandbeschichtungen auf bzw. i 
Leiterplatten 



Patentanspruch : 



Verwendung eines im Zusaimnenhang mit der Erzeugung von Glanz- 
kupferniederschlagen bekannten Kupferbades der Zusammensetzung 



10 - 50 g/l cu als +2-wertige lonen, 
20 - 220 g/l Schwefelsaure, 
1-200 mg/1 Chloridionen 
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f iir galvanische Erzeugung von Leiterplattenbeschichtun- 
gen und leitenden Lochwandbeschichtungen bei Bohrungen 
aufweisenden Leiterplatten mit der Mafigabe, daB daB Kupfer- 
bad zusatzlich Polyglykol bzw. nichtiogene Netzmittel 
und organische Thioverbindungen mit wasserloslich machenden 
Gruppen enthalt, aber frei von Einebnern ist, und mit 
der weiteren Mafigabe, daB mit einer Temperatur von fiber 
30°c, vorzugsweise von etwa 40''C, gearbeitet sowie die 
Stromdichte im Bereich von 5-15 A/dm^ gehalten wird- 
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Die Erfindung bezieht sich auf die galvanische Erzeugung 
von Leiterplattenbeschichtungen und leitenden Lochwandbe- 
schichtungen auf bzw. in Leiterplatten mit Bohrungen. 

Zur galvanischen Erzeugung von Lei terbahnbe schichtungen 
und leitenden Lpchwandbeschichtungen auf bzw. in' Leiterplat- 
ten arbeitet man iiblicherweise mit Kupferbadern der Zusammen 
setzung: 

15 - 25 g/1 Cu'^"''-ionen 
160 - 220 g/1 Schwefelsaure 
30 - 80 g/1 Chlorid-Ionen 

Solche kupferbader sind der Gattung nach den schwefelsauren 
Glanzkupferbade^n ziizuordnen. Von schwefelsauren Glanzkupfer- 
badern, die bekanntlich Einebner enthalten, ist allgemein 
bekannt, daB sie bei moglichst niedrigen Temperaturen bis 
25°C optimal arbeiten. Daraus resultiert die herrschende 
•Lehre, auch bei der galvanischen Erzeugung von Leiterbahnen 
und leitenden Lochwandbeschichtungen' bei; Raumtemperatur 
2U arbeiten. Zwar kommt man so zu Ergebnissen, die in bezug 
auf die Metallv6rteilung auf den Leiterbahnen bzw. Lochwan- 
deh und der Bruchdehriung den Anforderungen geniigen, aber 
die erforderliche- Zeit iiberschreitet bei weitem die Forde- 
rung der Praxis. Arbeitet man mit zu kleinen Expositions- 
zeiteri; so genugen die Metallverteiiungen auf den Leiter- 
bahnen und insbes. auf den Bohrlochwandungen nicht den 
Anforderungen. 
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Demgegeniiber liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, 

die Produktionszeit zur Aufbringuhg der galvanischen Kupfer- 

schicht fiir Leiterbahn und Lochwand entscheidend zu verkiirzen 

ohne dafi die Metallverteilungen auf den Leiterbahnen in 

den Bohriochw.andungen eine storende Beeintrachtigung erfah- 

ren. 

Zur Losung dieser Aufgabe ist Gegenstand der Erfindung 
die Verwendung eines im Zuscunmenhang mit der Erzeugung 
von Glanzkupf erniederschlagen bekannten Kupferbades der 
Zusammensetzung 

50 g/1 Cu als +2-wertige. lonen, 
220 g/1 Schwef elsaure^ . , 
200 tng/l Chlpridionen 

fiir galvanische Erzeugung von Leiterplattenbeschichtungen 
und leitenden Lochwandbeschichtiungen bei Bohrungen aufwei- 
senden Leiterplatten mit der MaBgabe,. daB das Kupferbad 
zusStzlich Polyglykoi bzw. nichtiogene Netzmittel und 
orgajiische Thioverbindungen mit wasserloslich machenden 
Gruppen enthalt, aber frei von Einebnern ist, und mit 
der weiteren MaBgabe, daB mit einer Temper atur von fiber 
30**C, vorzugsweise von etwa 40°C, gearbeitet sowie die 
Stromdichte im Bereich von 5 - 15 A/dm^ gehalten wird* 
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Es entspricht der Erfindung, dafi bei. Erhohung der Temper atur 
eine hohere Stromdichte und damit ein schnelleres Schicht- 
dickenwachstum erreicht werden kann. Vollig iiberraschend 
ist aber, dafi durch Erhohung der Temper atur eine genugend 
gute Schichtdickenverteilung - Bohrlochwand 2u Leiterbahn - 
erzielt werden kann. Dariiber hinaus erhalt man iiberraschen- 
derweise eine hohe Duktilitat der eiektrolytisch abgeschie- 
denen Kupf erschicht . 

Durch' die ' Erhohung der Temperatur und damit Erhohung der 
laittleren Stromdichte bei geniigerid guter Schichtdickenvertei- 
lung wird die Expositionszeit entschieden reduziert. Das 
wird im folgenden anhand eines Ausfiihrungsbeispieles erlau- 
tert . 

Beispiel 1: . ^ 

Eine Leiterplatte aus Epoxid-Glasf aser verstarkt ist ge- 
bohrt und - in einem gangigen chemischen Prozefl durchkontak- 
tiert - wird in einem Bad folgender Zusammensetzung nach 
dem Tehting-Verfahren galvanisiert: 

80 g/1 Kupfersulf at 
200 g/1 Schwefelsaure 
50 mg/1 Chlorid 

2 g/1 Polyglykol (mittlere Molmasse 12.000) 
10^ mg/1 N,N Diathyl-dithiocarbamin-saure 

(uy -sulfoprgpyl) -ester Ratriumsalz 



. '\ : 3240643 

Andrej wsici, Honke & Partner, Potentanwalte in Essen 



- 6 - 

Bei einer Temperatur von 20°C, 20 min. bei einer Stromdichte 
von 7,5 A/dm^ wurde ein Schibhtdickenverhaltnis Lochwand 
zu Oberflache von 0,75 : 1 ermittelt. Galvanisiert man 
bei 40°C unter ansonsten gleichen Bedingungen, so wird 
ein Schichtdickenverhaltnis von 0,92 : 1 erzielt, 

Beispiel 2: 

Eine Leiterplatte aus Epoxid-Glasf aser verstarkt ist gebohrt 
und - in einem gangigen chemischea ProzeB . durchkontaktiert - 
wird in einem Bad folgender Zusammensetzung nach dem Ten- 
ting-Verfahren galvanisiert:. 

100 g/1 CuSO^* 5H2O 
. 180 g/1 H^SO^ 
80 mg/1 Chlorid 
1 g/1 Polyglykol (mittlere Molmasse 9.000) 
8 mg/1 eines Umsetzungsproduktes von 
* 1-Methyl-l Phenyl-Thioharnstof f 

+ Acetylthioharnstoff mit Propansulton 

Bei einer Temperatur von 20*'C und einer Stromdichte von 
7,5 A/dm^ ist die Leiterplatte in den Bereichen hoher Strom- 
dichte matt und extrem grob-kristallin (Anbrennungen) . 
Galvanisiert man die gleiche Platte, so ist die abgeschie- 
dene Kupferschicht gleichmafiig glanzend. 

Aus'den Vorhergehenden Beispielen ist ersichtlich, dafi 
bei einem geeigneten Glanzbildnersystem allein durch Erho- 
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hung der Temperatur von 20°C auf 40°C die anwendbare Strom-, 
dichte auf 7,5 A/dm^ steigt. Damit ist es moglich, im Sinne 
der Erfindung die Herstellungszeit einer Kupf erschicht 
von ca, 30 |ini in der Leiterplattenf ertigung von einer Stunde 
auf ca. zwanzig Minuten zu reduzieren. 



